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一、基本信息
	名称：
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	市场价：
	电子版：7200 元　　纸介＋电子版：7500 元

	优惠价：
	电子版：6480 元　　纸介＋电子版：6780 元　　可提供增值税专用发票

	咨询电话：
	400 612 8668、010-66181099、010-66182099、010-66183099

	Email：
	Kf@20087.com

	在线阅读：
	

	温馨提示：
	订购英文、日文等版本报告，请拨打订购咨询电话或发邮件咨询。



二、内容简介
　　受到半导体行业发展不景气的影响，2008年中国半导体封装市场的发展速度与2007年相比有明显下滑，为了全面而准确的反映中国半导体封装市场的现状以及未来发展趋势，顾问特此推出《2008-2009年中国半导体封装市场研究年度报告》。将帮助业界厂商、投资者、产业人士更准确地把握中国半导体封装市场的发展规律。 深入、翔实的市场研究数据。基于对行业产品的深度研究，提供对产品结构、封装形式结构、应用结构等多个角度的市场数据，明晰市场发展方向。 ？ 全面、深刻的品牌竞争分析。顾问从市场格局、竞争策略、SWOT分析等多个维度分析企业，评点市场领先要素。？ 科学、完整的未来发展预测。建立在各重点细分市场上的建模校验，并与相关产业环节进行关联分析，确保给出有价值的趋势分析与定量预测结果。 本报告全面总结了2008年中国半导体封装市场的发展状况，全面分析了其推进因素和市场特点，并对主要厂商进行了客观综合的评价，通过大量的调研访谈和详实准确的数据，为客户提供完整的中国半导体封装市场信息，为企业提供有效的决策参考，报告主要为客户提供了以下方面的内容。？ 目前中国半导体封装市场规模及特点？ 按封装形式细分的半导体封装市场情况？ 按应用领域细分的半导体封装市场情况？ 主要厂商分析？ 未来各个细分市场的预测
　　一、2008年全球半导体封装市场概述
　　（一） 市场规模与增长
　　（二） 基本特点
　　（三） 发展趋势
　　二、2008年中国半导体封装市场概述
　　（一） 市场规模与增长
　　（二） 基本特点
　　（三） 市场结构分析
　　1、产品结构
　　2、应用结构
　　3、封装形式结构
　　（四） 产业规模与增长
　　（五） 封装产业品牌结构
　　三、2008年中国半导体封装细分应用市场研究
　　（一） 计算机领域市场分析
　　1、市场规模与增长
　　2、封装形式结构分析
　　（二） 网络通信领域市场分析
　　1、市场规模与增长
　　2、封装形式结构分析
　　（三） 消费电子领域市场分析
　　1、市场规模与增长
　　2、封装形式结构分析
　　四、2009-2011年中国半导体封装市场发展预测
　　（一） 2009-2011年市场规模预测
　　（二） 2009-2011年市场结构预测
　　1、封装形式结构
　　2、应用结构
　　五、2009-2011年中国半导体封装市场趋势分析
　　（一） 市场发展趋势
　　（二） 产品技术趋势
　　（三） 产品价格趋势
　　六、中国半导体封装市场竞争分析
　　（一） 整体竞争格局
　　（二） 重点厂商竞争策略与SWOT分析
　　1、长电科技
　　2、华天科技
　　3、？？？？？？
　　七、建议
　　表目录
　　2004-2008年中国半导体封装市场增长速度
　　2008年中国半导体封装市场产品结构
　　2008年中国半导体封装市场应用结构
　　2008年中国半导体封装产业品牌结构
　　2004-2008年全球及中国半导体封装市场增长速度比较
　　2009-2011年中国半导体封装市场规模预测
　　图目录
　　2004-2008年中国半导体封装市场增长速度
　　2008年中国半导体封装市场产品结构
　　2008年中国半导体封装市场应用结构
　　2008年中国半导体封装产业品牌结构
　　2004-2008年全球及中国半导体封装市场增长速度比较
　　2009-2011年中国半导体封装市场规模预测
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